	光学与电子信息 学院集成电路工程领域、软件工程领域学位硕士研究生课程简介


	课程名称：表面贴装技术
	课程代码：182.574

	课程类型：□公共课  □专业必修课    █ 专业课程    □其它：          

	考核方式：  考试                            
	教学方式：讲授

	适用领域：软件工程硕士

	开课学期：   秋季        
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：电子材料物理、电子材料工艺原理与技术、计算材料学与材料设计基础、电子功能材料与器件

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	雷文
	副教授
	微电子学与固体电子学
	36
	微波介质材料与器件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程负责教师教育经历及学术成就简介：

教育经历：

1995年9月至1999年6月，武汉水利电力大学材料加工专业，本科生

2003年9月至2005年6月，三峡大学机械设计与理论专业，硕士研究生

2005年9月至2008年6月，华中科技大学材料物理与化学专业，博士研究生

2008年7月至2010年7月，华中科技大学电子科学与技术博士后流动站

2013年11月至2014年11月，英国Sheffield大学，访问学者

学术成就：

主要从事微波介质材料与器件的研究，近几年来先后主持与承担了十余项国家自然科学基金和国防基础科研等科研项目，发表学术论文40余篇，申请专利2项，其中一项专利产品已小批量应用于某型导弹通信系统中。

	课程教学目标：

为了适应电子系统小型化、多功能、高可靠和低成本的需求，各种贴片式电子元件应运而生。与传统电子元件相比，贴片式电子元件的体积更小，其工作原理、结构参数、设计方法和安装方式均发生了巨大变化，因此，在熟悉掌握贴片式电子元件结构特点的同时，还必须提高与之相适应的装配技术——表面贴装技术。表面贴装技术是在电子材料物理学、电子材料与元件工艺学及连接与组装技术基础上发展起来的一门新兴的应用技术基础学科。课程重点阐述贴片式电阻器、电感器、电容器、敏感元件、体波元件等电子元件的结构特点、工作原理、设计方法与贴装技术等。通过该课程的教与学，旨在让学生清楚小型化贴片式电子元件的发展趋势及其对表面贴装技术的新要求，在今后的科研和生产中能合理设计应用相关贴片式电子元件，并制定出优化可行的组装方式。

课程大纲：（章节目录）

概述（Introduction）

§1.1 贴片式电子元件的特点

§1.2 贴片式电子元件的分类

§1.3 表面组装技术的意义

§1.4 表面组装技术中的常用术语

贴片式电阻器（Chip Resistor）

§2.1 电阻器的基础知识

§2.2 贴片式电阻器的结构与参数

§2.3 贴片式电阻器的设计

§2.4 贴片式电阻器的制作工艺

§2.5 贴片式电位器

贴片式电感器（Chip Inductor）

§3.1 电感器的基础知识

§3.2 贴片式电感器的基本参数

§3.3 结构设计与选材

§3.4 贴片式电感器的制作工艺

§3.5 贴片式电感器的应用

贴片式电容器（Chip Capacitor）

§4.1 电容器的基础知识

§4.2 贴片式电容器的基本参数

§4.3 贴片式陶瓷电容器

§4.4 贴片式有机薄膜电容器

§4.5 贴片式电解电容器

贴片式敏感元件（Chip Sensitive Components）

§5.1 敏感元件的功能与应用

§5.2 贴片式敏感元件的种类

§5.3 贴片式热敏电阻器

§5.4 贴片式压敏电阻器

贴片式体波元件（Chip Body-Wave Components）

§6.1 元件材料的选择

§6.2 压电材料的极化

§6.3 压电振子与其它电子元器件组合

§6.4 贴片式体波元件实例

其它贴片式电子元件及发展趋势（Other Chip Components and Their Developing Trend）

§7.1 贴片式连接器

§7.2 贴片式开关

§7.3 贴片式滤波器

§7.4 贴片式电子元件的发展趋势

表面贴装材料（Surface Mounting Materials）

§8.1 印制电路板的材料

§8.2 贴装胶

§8.3 焊接材料

§8.4 清洗剂

§8.5 其它辅助材料

表面贴装技术（Surface Mounting Technology）

§9.1 印制电路板的制造工艺

§9.2 表面贴装焊接技术

§9.3 表面贴装涂敷与贴装技术



	教材： 

无

	主要参考书：

1. 梁瑞林. 表面组装与贴片式元器件技术——贴片式电子元件. 北京: 科学出版社, 2008

2. 毛兴武, 潘文正, 张明伟, 周建军. 电子元器件及其应用技术. 北京: 中国电力出版社, 2010

3. 吴兆华, 周德俭. 表面组装技术基础. 北京: 国防工业出版社, 2002

4. 郎为民, 稽英华. 表面组装技术(SMT)及其应用. 北京: 机械工业出版社, 2007




	课程名称：Surface Mounting Technology
	课程代码：182.574

	课程类型：█ Optional Course

	考核方式： Exam                           
	教学方式：Lecturing

	适用领域：Software Engineering Master

	开课学期： Fall    
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：Electronic Materials Physics, Electronic Materials Technology and Theory, Computational Materials Science and Materials Design, Electronic Functional Materials and Devices

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	Lei Wen
	Ass. Prof.
	Microelectronics and Solid State Electronics
	36
	Microwave dielectric materials and components

	Course Team Leader Education Experience and Academic Qualification：

Education Experience:

Sep,1995-June,1999  Wuhan University of Hydraulic and Electric Engineering, Materials Processing      Bachelar Degree

Sep,2003-June,2005   China Three Gorges University, Mechanics   Design and Theory      Master Degree

Sep,2005-June,2008   Huazhong University of Science and Technology, Materials Physics and Chemistry   PhD Degree

July,2008-July,2010   Huazhong University of Science and Technology, Electronic Science and Technology    Post-doctoral Fellowship

Nov,2013-Nov,2014   University of Sheffield   Visiting Researcher

Academic Qualification：

The main research field is Microwave Dielectric Materials and Components. He has been responsible for more than ten research funds from NSFC, Defense Basic Research and so on. He published more than 40 papers and 2 patents. And a patent product has been applied successfully in communicating system of missile.



	Course Objective：

To realize miniaturization, multifunction, high reliability and low cost for electronic systems, many kinds of surface mounting components (SMC) are required. Compared with conventional electronic components, SMC have smaller volume and their working principles, structure parameters, designing and mounting methods have all been changed obviously. Therefore, structure characteristics and mounting methods of SMC must be mastered. Surface Mounting Technology (SMT) is a novel and application foundation curriculum from Electronic Materials Physics, Technology for Electronic Materials and Components, Jointing and Mounting Technology. Structure characteristics, working principles, designing methods and mounting technology of chip components such as resistor, inductor, capacitor, sensitive and body-wave elements will be introduced in detail. The purpose of the curricula is to have developing trends of miniaturized chip electronic components and novel requirements of SMT understood clearly by students. Thus they can design and apply properly chip electronic components and optimize mounting technology during study and manufacture in the future.

Course Outline

Chapter 1 Introduction

§1.1 Characteristics of chip electronic components

§1.2 Classification of chip electronic components

§1.3 Signification of SMT

§1.4 Terms in SMT

Chapter 2 Chip Resistor

§2.1 Foundational knowledge of resistor

§2.2 Structure and parameter of chip resistor

§2.3 Design of chip resistor

§2.4 Preparing processes of chip resistor

§2.5 Chip potentiometer

Chapter 3 Chip Inductor

§3.1 Foundational knowledge of inductor

§3.2 Foundational parameters of chip inductor

§3.3 Structure design and materials selected

§3.4 Preparing processes of chip inductor

§3.5 Application of chip inductor

Chapter 4 Chip Capacitor

§4.1 Foundational knowledge of capacitor

§4.2 Foundational parameters of chip capacitor

§4.3 Chip ceramic capacitor

§4.4 Chip organic film capacitor

§4.5 Chip electrolytic capacitor

Chapter 5 Chip Sensitive Components

§5.1 Functions and applications of sensitive components

§5.2 Classification of chip sensitive components

§5.3 Chip thermistor

§5.4 Chip voltage-dependent resistor

Chapter 6 Chip Body-Wave Components

§6.1 Selection of component materials

§6.2 Polarization of piezoelectric materials

§6.3 Combination between piezoelectric vibrator and other components

§6.4 Examples on chip body-wave components

Chapter 7 Other Chip Components and Their Developing Trend

§7.1 Chip connector

§7.2 Chip switch

§7.3 Chip filter

§7.4 Developing trend of chip electronic components

Chapter 8 Surface Mounting Materials

§8.1 Printed circuit board materials

§8.2 Bonding adhesive

§8.3 Soldering materials

§8.4 Detergent 

§8.5 Other auxiliary materials

Chapter 9 Surface Mounting Technology

§9.1 Preparing technology for printed circuit board

§9.2 Welding technology for surface mounting 

§9.3 Surface coating and mounting technology

§9.4 Quality control of SMT

	Reference Books：

1. Liang Ruilin. Surface Mounting Technology and Components. Beijing: Science Press, 2008

2. Mao Xingwu, Pan Wenzheng, Zhang Mingwei, Zhou Jianjun. Electronic Components and Their Applications. Beijing: China Electric Power Press, 2010

3. Wu Zhaohua, Zhou Dejian. Surface Mounting Technology Foundation. Beijing: National Defence Industry Press, 2002

4. Lang Weimin, Ji Yinghua. Surface Mounting Technology and Their Applications. Beijing: China Machine Press, 2007




